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1. エグゼクティブサマリ 

 

シリコンフォトニクスは、2030 年の市場が 13 億ドルになると見積もられ、商業化の成長が期待さ

れる。現在はデータセンタを中心に使われ始めている、シリコンフォトニクスによる光電変換チップ

は、より処理能力が高く低消費電力のデータ転送への扉を開くことになる。シリコンフォトニクスは、

世界中で増え続ける帯域幅のニーズに対応することが期待されている。 

更に、シリコンフォトニクスは、過去 10 年間の技術の急速な進歩により、様々な機能的光学部品を

製造するための最も現実的な技術プラットフォームの一つとして浮上してきた。 

シリコンフォトニクスは、シリコン半導体デバイスの製造に費やされた研究成果を活用し、高い歩留

まりと堅牢な加工、そして何より低コストを実現している。また、シリコンは光学材料としても優れて

おり、商業的に重要な赤外波長帯で透明度が高く、大規模なフォトニック集積回路(PIC)のプラットフ

ォームとして適している。 

シリコンフォトニクスは、データ通信やテレコムだけではなく、光検出と測距（LIDAR）、ジャイロ

スコープ、バイオセンサ、HPC(High performance Computing)、分光計などのセンサだけでなく、さ

まざまなアプリケーションを支援する。例えば、ウエアラブルデバイスに於ける多波長非侵襲グルコー

ス計測などに応用され、数年内にも実用化の可能性が指摘されている。 

 本書では、シリコンフォトニクスの様々にアプリケーションにおけるシリコンフォトニクスの実用化

に向けた主な開発動向を、具体的な例を挙げて示している。データセンタにおけるトランシーバに関し

ては主な特許を挙げて進捗状況を説明している。また、その他のアプリケーションに関しては、主なシ

リコンフォトニクスの要素技術の解説と主要企業の動向を示した。 

 大規模な実用化は 2030 年より先になると思われるアプリケーションもあるが、様々に応用が広がる

シリコンフォトニクスの実用化のための検討は遅れないようにしなければならない。そのための全体像

の把握に役立つように編集している。 
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